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DESCRIPCION
Laminado funcional.

La presnte invencion se refiere a un laminado funcional. Los laminados funcionales son documentos que resultan de
la laminacién de una pluralidad de capas. En particular se utilizan como documentos de seguridad tales como
tarjetas inteligentes, tarjetas de ID, tarjetas de crédito y similares.

Los laminados funcionales también se refieren a productos semiacabados tales como materiales prelaminados o
insertos, que se utilizan por ejemplo para la fabricacion de tarjetas inteligentes equipadas con chips o médulos de
chip, antenas de RFID y similares. Habitualmente consisten en varias capas de ndcleo y dos o mas capas de
recubrimiento que recubren las capas de nucleo, en las que el mddulo de chip se encastra en las capas. Las capas
consisten habitualmente en un material de plastico tal como policarbonato o poli(tereftalato de etileno).

En el documento DE 197 10 656 Al se da a conocer una tarjeta inteligente, en la que capas presentan rebajes para
alojar componentes tales como una bobina de antena o un médulo de chip u otro semiconductor. EI componente se
encastra con un producto de relleno en la region extraida. El producto de relleno esta inicialmente en forma fluida. El
producto de relleno en exceso se retira y las capas se laminan con calor y presion.

En el documento W0O2007/089140 Al se da a conocer un documento de identidad, que consiste en un soporte y un
chip alojado en el mismo. El soporte puede producirse mediante laminacion de diferentes capas, estando una o mas
de estas capas dotada de una abertura para alojar el chip. La laminacion o aplicacién del plastico de otra manera
tiene lugar a una temperatura relativamente alta. Durante el enfriamiento, el soporte y el chip muestran diferentes
propiedades de contraccion, dando como resultado tensiones que pueden conducir a grietas. Se propone
proporcionar una capa auxiliar entre la capa directamente adyacente al chip y la capa posterior. Esta capa auxiliar
consiste en un material de tipo caucho que presenta un coeficiente de expansion térmico que es mayor que el de las
dos capas adyacentes.

En el documento EP 1 502 765 Al se da a conocer un método para producir una cartilla, en particular una cartilla de
identidad. La cartilla comprende una cubierta, varias hojas y por lo menos una pagina de datos con una capa
flexible. La capa esta dotada de medios que refuerzan adicionalmente su unién con un portador de datos. Tales
medios pueden ser rebajes, en particular.

El documento US-A-2004182939 se refiere a un documento de seguridad en el que se incorpora un chip y se refiere
a reducir tensiones provocadas por el chip durante la laminacion.

Cuando las capas se laminan utilizando calor y/o presion las macromoléculas del material de plastico tienden a
acortarse, provocando por tanto que el material de plastico se contraiga. Dado que el propio médulo de chip no se
contrae el material se somete a tension mecanica que eventualmente conduce a deformacion, agrietamiento o
deslaminacién del material limitando por tanto la vida Util de la tarjeta inteligente.

Por consiguiente un objetivo de la invencion es proporcionar un laminado funcional que pueda absorber la tension
mecanica provocada por la contraccién de la capa de recubrimiento en el procedimiento de laminacion. También es
un objetivo de la invencién proporcionar un método para producir un laminado funcional de este tipo.

El objetivo se alcanza mediante un procedimiento para fabricar un laminado funcional segun la reivindicaciéon 1y sus
reivindicaciones dependientes, asi como las reivindicaciones 9 y 10.

En las reivindicaciones dependientes se facilitan realizaciones preferidas de la invencion.

El alcance de aplicabilidad adicional de la presente invencion resultara evidente a partir de la descripcion detallada
facilitada a continuacion en la presente memoria. Sin embargo, debe entenderse que la descripcion detallada y los
ejemplos especificos, aunque indican realizaciones preferidas de la invencién, se facilitan anicamente a modo de
ilustracion, ya que diversos cambios y modificaciones dentro del alcance de la invencién resultaran evidentes para
los expertos en la materia a partir de esta descripcion detallada.

La presente invencion se entenderd mas completamente a partir de la descripcion detallada facilitada a continuacion
en la presente memoria y los dibujos adjuntos que se facilitan inicamente a modo de ilustracion y, por tanto, no son
limitativos de la presente invencion, y en los que:

la figura 1 muestra una seccion longitudinal de un laminado funcional con tres capas, una de ellas una capa en
mosaico situada entre las otras capas,

la figura 2 muestra una seccion longitudinal de otra realizacion del laminado funcional con cuatro capas, siendo
dos de ellas capas en mosaico adyacentes entre si y situadas entre las otras capas,
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la figura 3 muestra una seccion longitudinal de otra realizacion del laminado funcional con cuatro capas, siendo
dos de ellas capas en mosaico en una cara del laminado funcional, que encierran las otras capas,

la figura 4a muestra una seccioén longitudinal de un laminado funcional con tres capas, una de ellas una capa en
mosaico situada entre las otras capas, mostrando la capa en mosaico parches dispuestos para formar un patron
de seguridad y que presenta un médulo de chip encastrado,

la figura 4b muestra una vista desde arriba de la capa en mosaico de la figura 4a,

la figura 5 muestra una vista desde arriba de una capa en mosaico que muestra parches dispuestos para formar un
patron de seguridad, que presenta un modulo de chip encastrado y una bobina de antena conectada al médulo de
chip,

la figura 6 muestra una seccion longitudinal de una capa con parches soportados por un material auxiliar, y
la figura 7 muestra una seccion longitudinal de un laminado funcional con un médulo de chip encastrado.

La figura 1 muestra una seccién longitudinal de un laminado funcional 1 antes de la laminacién con tres capas 2, 3,
3'. La capa 2 situada entre las otras capas 3, 3’ es una capa en mosaico. La capa en mosaico 2 consiste en dos
tipos diferentes de zonas 2.1 a 2.5. Las zonas 2.2 y 2.4 de un primer tipo consisten en un primer material mientras
que las zonas 2.1, 2.3 y 2.4 de un segundo tipo consisten en un segundo material. Las otras capas 3, 3’ adyacentes
a la capa en mosaico 2 consisten en el primer material. Se forman puentes sin interrupcién del primer material
mediante las zonas 2.2, 2.4 entre las capas 3, 3.

En un ejemplo concreto, las capas 3 y 3 se fabrican de policarbonato, mientras que la capa 2 consiste
esencialmente en una lamina de poliuretano termoplastico (TPU) o un poliuretano puro (PU), con parches insertados
de policarbonato (representados por las zonas 2.2 y 2.4 en la figura). Tras la laminacidn, esto da como resultado un
laminado funcional (por ejemplo una tarjeta) que presenta superficies externas de policarbonato y dos puentes sin
interrupcion internos de policarbonato, con el fin de reforzar la estructura mecanica del cuerpo laminado, en
particular frente a la deslaminacion. La tension mecéanica se absorbe mediante las zonas de TPU o PU, que son mas
suaves que el policarbonato, de modo que se evita la formacion de grietas.

La figura 2 muestra una seccién longitudinal de otra realizacion del laminado funcional 1 con cuatro capas 2, 2', 3, 3.
Las capas 2 y 2’ estan disefiadas como capas en mosaico. Las capas en mosaico 2, 2’ consisten en dos tipos
diferentes de zonas 2.1 a 2.5, 2.1 a 2'.5. Las zonas 2.1, 2.3, 2.5, 2.1, 2.3, 2'.5 consisten en el primer material
mientras que las zonas 2.2, 2.4, 2'.2, 2’.4 consisten en el segundo material. Las otras capas 3, 3’ adyacentes a las
capas en mosaico 2, 2’ y que las encierran también consisten en el primer material. Se forman puentes sin
interrupcion del primer material mediante las zonas 2.1, 2.3, 2.5, 2.1, 2.3, 2'.5 entre las capas 3, 3.

En un ejemplo concreto, todas las capas 2, 2', 3 y 3' se fabrican esencialmente de policarbonato. Las capas 2 y 2’
presentan insertados parches de TPU o PU (representados por las zonas 2.2, 2.2, 2.4 y 2.4 en la figura). El
laminado funcional resultante de la laminacion es aparentemente un monobloque de policarbonato que presenta
algunas zonas internas diferenciadas de TPU o PU. Estas zonas de material mas suave pueden utilizarse para
incrustar elementos tales como un maédulo de chip dentro del cuerpo de policarbonato sin generar tensién mecanica.

Mientras que el parche 2.2 rellena totalmente un rebaje en el primer material circundante de la capa 2, el parche 2.2
s6lo rellena parcialmente su rebaje. Ademas muestra un rebaje vacio mas pequefio en su centro que puede
utilizarse para aceptar un chip o médulo de chip, por ejemplo. El parche 2.4 sélo rellena parcialmente su rebaje al
ser mas delgado que la capa 2. Esto se compensa mediante el parche adyacente 2.4 que es mas grueso que la
capa 2.

La figura 3 muestra una seccion longitudinal de aun otra realizacién del laminado funcional 1 con cuatro capas 2, 2’,
3, 3. Al contrario que la figura 2, las capas de recubrimiento 3 y 3’ estan disefiadas como capas en mosaico. Las
capas en mosaico 3, 3’ consisten en dos tipos diferentes de zonas 3.1 a 3.5, 3.1 a 3'.5. Las zonas 3.1, 3.3, 3.5, 3'.1,
3'.3, 3.5 del primer tipo consisten en el primer material mientras que las zonas 3.2, 3.4, 3'.2, 3.4 del segundo tipo
consisten en el segundo material. Las otras capas 2, 2' adyacentes entre si y encerradas por las capas en mosaico
3, 3’ consisten en el segundo material. Se forman puentes sin interrupcion del segundo material mediante las zonas
3.2, 3.2, 3.4, 3.4 a través de las capas 2, 2. Al contrario que las figuras 1 y 2, en las que los puentes sin
interrupcién forman columnas verticales con respecto a la normal a una superficie del laminado funcional 1, los
puentes en la figura 3 se forman mediante las zonas 3.2, 3.2', 3.4, 3.4’, que estan escalonadas con respecto a esa
normal. La zona 3.4 soélo rellena parcialmente su rebaje al ser mas delgada que el primer material circundante de las
zonas 3.3, 3.5. Esto se compensa mediante la zona 3'.4 de la capa 3’, que es mas gruesa que el primer material
circundante de las zonas 3'.3, 3'.5. Cuando se laminan las capas apiladas 2, 2’, 3, 3' el material en exceso de la
zona 3'.4 forzara a que el segundo material de las capas 2, 2’ rellene el espacio que deja la zona 3.4.
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La figura 4a muestra una seccion longitudinal de otro laminado funcional 1 antes de la laminacién con tres capas 2,
3, 3. La capa 2 situada entre las otras capas 3, 3’ es una capa en mosaico. La capa en mosaico 2 consiste
esencialmente en el primer material con parches insertados 2.2 y 2.4 del segundo material. Las otras capas 3, 3’ que
encierran la capa en mosaico 2 consisten en el primer material. Se forman puentes sin interrupcion del primer
material en todas partes salvo en las ubicaciones de los parches 2.2y 2.4.

En la realizacion alternativa mostrada en esta figura 4, también se introduce un modulo 4 de chip, eventualmente
conectado a una antena (no mostrada) para formar un transpondedor, en la pila de capas que van a laminarse.
Preferentemente (pero no necesariamente), la zona 2.4 comprende un rebaje en el que el médulo 4 puede
posicionarse/sujetarse por lo menos parcialmente antes del procedimiento de laminacion. Durante la laminaciéon, se
presiona el médulo al interior del material del parche 2.4, que entonces esta fluyendo alrededor del mismo. En la
figura 7 se muestra el resultado ideal, en la que el médulo esta totalmente rodeado por el material del parche 2.4. La
antena conectada al modulo (no mostrada) simplemente se lamina y se incrusta entre las capas 2 y 3. El primer
material puede ser por ejemplo policarbonato mientras que el segundo material es un TPU o PU. Durante y tras la
laminacién, la tension mecéanica debida a la diferencia de contraccién entre el policarbonato y el médulo de chip se
absorbera por el TPU o PU mas suave.

La figura 4b muestra una vista desde arriba de la capa en mosaico 2 de la figura 4a. Puede observarse que la capa
2 comprende tres parches insertados 2.6, 2.7 y 2.8 mas del segundo material. Adicionalmente, el parche 2.6 del
segundo material también comprende dos parches insertados 2.9 y 2.10 del primer material. La disposicion global de
los parches 2.2 a 2.10 en la capa 2 forma un patrén de seguridad que ayuda a hacer que el laminado funcional 1 sea
a prueba de falsificaciones.

La figura 5 muestra una configuracion alternativa de la capa en mosaico 2. Al contrario que las figuras 4a y 4b, la
capa en mosaico 2 consiste esencialmente en el segundo material. Los parches 2.2, 2.6, 2.7 y 2.8 del primer
material se han vertido en rebajes de la capa 2. El propio parche 2.6 muestra 2 unos rebajes rellenos con dos
parches 2.9 y 2.10 del segundo material. Un transpondedor, que comprende el médulo 4 de chip conectado a una
antena 5 de hilo mediante los extremos de hilo 5.1 y 5.2, esta posicionado sobre una zona sin parches homogénea
de la capa 2 (esta zona puede mostrar opcionalmente un rebaje vacio para aceptar el médulo 4 de chip). Tras la
laminacién, el modulo 4 de chip y la antena 5 se incrustan ambos en el material de la capa 2.

La figura 6 muestra una seccion longitudinal de la capa en mosaico 2 con ejemplos de parches 2.2, 2.4, 2.6 del
segundo material insertados en rebajes formados en el primer material del que esta formada esencialmente la capa
2 (ilustradas por las zonas 2.1, 2.3, 2.5y 2.7). En esta realizacion, los parches se sujetan en los rebajes mediante
diferentes laminas auxiliares 6.1, 6.2 y 6.3. En el caso de las laminas auxiliares 6.1 y 6.2 se utiliza un material textil
no tejido para facilitar/sujetar la colocacion de los parches 2.2 y 2.4. En el caso de la ldmina auxiliar 6.3 se utiliza una
capa delgada del primer material. Las laminas auxiliares 6.1 a 6.3 pueden empaparse por e incrustarse en el
material circundante en el procedimiento de laminacion.

La figura 7 muestra una seccion longitudinal de otro laminado funcional 1 con un médulo 4 de chip encastrado en
estado laminado. El médulo 4 de chip se dispuso en una zona 2.4 del segundo material en una capa en mosaico que
consiste esencialmente en el primer material y encerrada por capas que presentan el mismo primer material por lo
menos en la region mostrada en la figura 7.

El laminado funcional 1 en todas las figuras puede fabricarse utilizando un procedimiento que comprende las etapas
de:

- proporcionar por lo menos una capa en mosaico 2, 2, 3, 3’;

- apilar la capa en mosaico 2, 2', 3, 3’ con por lo menos otra capa 2, 2, 3, 3' con el fin de obtener una pila de
capas 2, 2', 3, 3, en las que por lo menos una capa 2, 2’, 3, 3' cercana directamente adyacente a la capa en
mosaico 2, 2', 3, 3' comprende por lo menos una zona 2.1 a 2.n, 2.1 a 2'.n, 3.1 a 3.n, 3.1 a 3.n que
comprende el primer material o el segundo material;

- laminar la pila de capas 2, 2', 3, 3’ entre si mediante calor y/o presién y/o encolado.

La capa en mosaico 2, 2', 3, 3' puede producirse mediante:

- crear por lo menos un rebaje en una capa 2, 2', 3, 3' que consiste esencialmente en uno del primer o el
segundo material;

- rellenar por lo menos parcialmente por lo menos uno de dichos rebajes con un parche que comprende por lo
menos el otro del primer o el segundo material.

El primer material puede ser mas duro que el segundo material. Por ejemplo el primer material puede ser PC, PET o
PET-G y el segundo material puede ser un elastébmero, tal como por ejemplo PU, o incluso preferentemente un
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elastomero termoplastico (TPE) tal como TPU. En el presente documento la designacion del primer y el segundo
material siempre puede intercambiarse. La Unica limitacion es que el material mas suave debe utilizarse en principio
para incrustar mddulos de chip o elementos similares insertados en el cuerpo laminado.

Puede haber mas o menos capas 2, 2’, 3, 3' que las mostradas en las figuras, siendo variable el nimero de capas
en mosaico y el nUmero de capas no en mosaico, asi como su ordenamiento en la pila de capas. La Unica restriccion
es que debe dar como resultado un puente sin interrupcion localizado de un material entre las dos caras del
laminado funcional 1.

El laminado funcional 1 puede utilizarse como inserto o material prelaminado para fabricar un documento de
seguridad, tal como un pasaporte, un ID 0 una tarjeta.

Listado de referencias
1 laminado funcional
2, 2’ capa

2.1 a 2.n zona, parche
3, 3’ capa

3.1 a 3.n zona, parche
4 médulo de chip

5 bobina de antena

6.1 a 6.n material auxiliar
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REIVINDICACIONES
1. Procedimiento para fabricar un laminado funcional (1), comprendiendo el procedimiento las etapas siguientes:
- proporcionar por lo menos una capa de nucleo (2) de un primer material y crear por lo menos un rebaje en dicha
capa de nucleo (2) y rellenar por lo menos parcialmente dicho por lo menos uno de dichos rebajes con un parche
(2.4) de un segundo material;

- posicionar un chip o un médulo (4) de chip de manera adyacente al parche (2.4);

- apilar la capa de nucleo (2) con por lo menos otra capa (3) de dicho primer material, con el fin de obtener una pila
de capas, estando el chip o el médulo de chip posicionado entre la otra capa (3) y el parche (2.4);

- laminar la pila de capas entre si mediante calor y/o presion y/o encolado.

2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que con la etapa de laminar la pila de capas, el chip o el médulo
de chip es encastrado en el parche del segundo material.

3. Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en el que el parche esta soportado por un material
auxiliar delgado (6.1 a 6.3).

4. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que dicho por lo menos uno de dichos rebajes es
recortado por perforacion y el parche es vertido en el rebaje.

5. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el chip o médulo (4) de chip esta por lo menos
parcialmente posicionado en un rebaje formado en el parche (2.4) antes de la laminacion.

6. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, en el que por lo menos el primer o segundo material
es un material de plastico.

7. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, en el que el primer material es un policarbonato o un
poli(tereftalato de etileno).

8. Procedimiento segun una de las reivindicaciones anteriores, en el que el segundo material es un poliuretano,
preferentemente un poliuretano termoplastico.

9. Utilizacion de un laminado funcional (1) obtenido mediante el procedimiento segin una de las reivindicaciones
anteriores a modo de inserto o material prelaminado para fabricar un documento de seguridad.

10. Documento de seguridad, que comprende un laminado funcional (1) obtenido mediante el procedimiento segun
una de las reivindicaciones 1 a 8.
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